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기술명

아킹을 이용한 내플라즈마 평가방법

l 특 허 번 호 : 10-2008-0110415 l 보 유 기 관 : 한국표준과학연구원

l 패밀리정보 : 없음

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 반도체와 같은 정밀기기에 사용되는 부품의 코팅성능을 측정하기 위한 방법 중 내플라즈마 평가방법에서 챔버내에 
아킹을 걸어 부품의 코팅에서 튀어나오는 입자를 정량화하여 부품의 내구성을 평가하는 플라즈마 평가방법

Ÿ 활용처 : 반도체, 정밀기기

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 건식식각 장비 또한 증착 장비 등과 같이 반도체 
공정장비의 대부분은 수입에 의존, 운용비용이 
과다하게 소요

Ÿ 내전압만으로는 코팅의 평가를 완전하게 하기 힘들며, 
특히 반도체/디스플레이 공정에서는 코팅이 플라즈마에 
손상을 받아 오염원으로 작용하기도 하는데 이러한 
오염원 발생정도를 측정하는 평가방법은 전무한 
상태임

Ÿ 시편에 플라즈마를 걸어 아킹을 형성하고, 형성된 
아킹에 의해 시편의 코팅막으로부터 튀어나오는 
파티클을 OES(Optical emission spectroscopy)를 
통해 분석하여 피크수와 크기를 정량화하여 플라즈마 
내성을 평가

Ÿ 플라즈마 반응 후 기판의 단위면적당 파티클 성분을 
정량적으로 측정하여 플라즈마의 데미지에 의해 
코팅막 성능을 평가

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ (평가준비과정) 시편을 챔버에 장착하고, 챔버의 
배기라인에는 OES 장착하고, (아킹발생 실험과정) 
챔버에 플라즈마를 걸어 시편에 아킹을 발생시킨 후 
(OES 분석과정) 아킹에 의해 시편으로부터 분리된 
파티클을 OES 스펙트럼 분석하여 Al 또는 O 성분 
피크크기를 정량화함. (내플라즈마 평가과정) OES 
분석과정에서 분석된 데이터를 이용하여 내플라즈마를 
평가함
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